


















专利名称(译) 基板层适于承载传感器，致动器或电气部件

公开(公告)号 US9587991 公开(公告)日 2017-03-07

申请号 US12/992321 申请日 2009-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子ñV

[标]发明人 PADIY ALEXANDER

发明人 PADIY, ALEXANDER

IPC分类号 H05K1/00 H05K1/18 G01K13/00 A61B5/01 H05K7/00 G01K1/16 A61B5/00

CPC分类号 G01K1/165 A61B5/01 G01K13/002 A61B5/68 A61B2562/0271 A61B2562/0276 A61B2562/164 Y10T29
/4913 Y10T428/24314

优先权 2008156802 2008-05-23 EP

其他公开文献 US20110069459A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

基板层结构（ 100 ）适于承载电子器件或组件，或机电或电化学传感
器，或其组合，并且适于附接到表面人体或动物体或生物物种。柔性基
底层结构的表面被图案化为具有由一个或多个狭缝形成的预固定几何形
状（ 101 - 701,502 - 702 ）。选择几何形状使得基底层结构的可拉伸性
变得适合于其下的身体表面的几何形状。
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